Avem deosebita placere sa anuntam ca studentii Facultatii de Electronica, Telecomunicatii
si Tehnologia Informatiei, Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, au obtinut rezultate
remarcabile la prestigiosul concurs TIE (Tehnici de Interconectare a Echipamentelor),

editia 34, desfasurat in Romania!

& Studentii premiati au demonstrat abilitati exceptionale, motivatie si dedicare in
domeniul tehnologiei siingineriei. lata numele lor:

e Concursul TIE E Plus: Octavian-Constantin AXINTE - locul I, Catalin-lonut OPRITA
—loculll.

e Concursul TIE T Plus: Daniel Andrei BULUGHEANA - locul I, Alexandru Andrei
POPOVICI - locul II, Alin TANTAU - locul lII

e Concursul TIE-E: Vlad CRISTESCU - mentiune. Au mai participat: Raul HORGOS,
Andrei ZAULET

e Concursul TIE Micro: Alexandru-Andrei ALEXA - locul I, Andrei KISS - locul I,
Gheorghe Melinte - mentiune.

@ Este o realizare deosebita care reflecta nivelul ridicat al educatiei, munca intensa si
pasiunea cultivate Tn cadrul universitatii noastre. Felicitari echipelor céstigatoare si
coordonatorilor lor: conf.dr.ing. Liviu VIMAN, conf.dr.ing. Cristian FARCAS, conf.dr.ing.
Mihai DARABAN, s.l.dr.ing. Raul FIZESAN — ne-ati facut mandri!

Concursul Profesional Studentesc TIE ofera o platforma in care studentii sunt provocati

sa abordeze problemele din lumea reala din industria electronica, in special in electronic
T rprame——— packaging, aspect cruciAal al proiectarii si productiei

in ELECTRONICS (TIE) de produse electronice. In acest context, colaborarea
& dintre mediul academic, responsabil cu educarea si
formarea viitorilor ingineri, si industrie, beneficiarul
direct al acestor absolventi, formeaza un ecosistem
performant. Acest parteneriat asigura beneficii
reciproce: studentii au acces la locuri de munca de
inaltd calificare, industria recruteaza ingineri bine
pregatiti, iar personalul academic poate adapta in
mod eficient programele de studii pentru a raspunde
nevoilor in evolutie ale sectorului. Acest rezultat al
colaborarii are scopul de a provoca studentii, an de
an, sa isi dezvolte abilitatile Tn tehnici diferite CAD pentru dezvoltarea circuitelor
imprimate (PCB), simularea circuitelor pentru Signal Integrity, Power Integrity si Thermal
Integrity, si design-ul System-in-Package.



https://tie.ro/2025/tie-2025-brochure-advanced-programme/
https://tie.ro/tie-plus/concept/
https://tie.ro/2025/tie-t-plus-concept/
https://tie.ro/2025/tie-e-concept/
https://tie.ro/2025/tie-micro-concept/
https://tie.ro/

Intregul proces, de la proiectarea unei componente, pana la realizarea unui PCB complet,
cu numeroase constrangeri si reguli de proiectare, urmat de fisierele necesare pentru
fabricatie, este pus in valoare pe intreaga durata a concursului. Cei mai buni studenti din
universitatile romanesti — si nu numai — sunt invitati in fiecare an sa rezolve sarcini dificile
dezvoltate in colaborare de industrie si mediul academic. Subiectele concursului sunt
actualizate anual pentru a reflecta cele mai recente progrese tehnologice din industrie.

Experti de renume in electronic packaging, din diverse companii, colaboreaza indeaproape
cu mediul academic. impreund, au contribuit semnificativ la componentele esentiale ale
competitiei: elaborarea subiectului si a scalei de evaluare. Prin acest demers, inginerii
implicatiin organizarea concursuluiisi propun, pe baza voluntara, sa ofere studentilor de azi
sprijinul si oportunitatile pe care le-au avut si ei in anii de facultate.

Unul dintre obiectivele principale ale TIE este formarea unei comunitati solide dedicate
oferirii unei platforme pentru studenti tineri si entuziasti, unde sa isi poatd demonstra
abilitatile dobandite prin cursuri, stagii de practica si interese personale.

Un numar tot mai mare de studenti participa la evenimentul TIE, datoritd numeroaselor
beneficii pe care acesta le ofera. Participarea la TIE le permite studentilor sa isi prezinte
proiectele in fata expertilor din industrie si a potentialilor angajatori, imbunatatindu-si
semnificativ perspectivele de cariera prin

vizibilitate si oportunitati valoroase de NN NS NN ST NN

networking. In plus, studentii cu rezultate s " APTEPlor _ | :
notabile la concursul TIE-E primesc R e ﬁ;

certificari  valoroase care confirma
competentele lor in proiectarea PCB-urilor

— 0 abilitate esentiala in ingineria hardware.

Aceste certificari, recunoscute de companii

de tehnologie de top, reprezinta un
pasaport pentru oportunitati excelente
de cariera.

Toti studentii care participa la concursul profesional TIE sunt selectati de catre profesorii lor,
in urma fazelor locale ale concursului.

n cadrul concursului, fiecare concurent este evaluat de o echipa mixta formata din membri
din industrie si mediul academic, pe baza unei scale de evaluare dezvoltate de Comitetul
Tehnic in colaborare cu formatorii academici, facilitand astfel o clasificare corecta, clara si
transparenta. TIE reprezinta dovada eforturilor comune voluntare ale mediului academic



si industriei. Aceasta colaborare contribuie la pregatirea unor ingineri de inalta calitate,
adaptati atat nevoilor actuale ale industriei, cat si cerintelor viitoare ale mediului academic.

In timpul evaluarii, accentul se pune pe analiza detaliata a calitatii si preciziei solutiei
oferite de catre fiecare student. Procesul de evaluare se bazeaza pe mai multi factori
critici, fiecare element trebuie sa respecte regulile specifice ale concursului.

Dedicarea institutiilor academice in dezvoltarea unui mediu n care studentii pot explora si
inova, alaturi de sprijinul constant oferit de expertii din industrie, care contribuie cu
cunostinte practice si tehnologii de varf, au ridicat competitia TIE la rangul de provocare
studenteasca nationala, recunoscuta in industrie. Acest parteneriat intre mediul
academic siindustrie a creat o oportunitate de dezvoltare exceptionald, in care cunostintele
teoretice sunt integrate perfect cu aplicatiile din lumea reald, pregatind urmatoarea
generatie de ingineri pentru provocarile viitorului. Angajamentul pentru excelenta si
mentorat nu doar ca a modelat carierele participantilor, dar a si contribuit la avansarea
domeniului, stabilind un nou standard pentru colaborarile viitoare.

In paralel cu concursul, s-a desfasurat si prima editie a evenimentului
MICROELECTRONICS DAYS, organizat de Grupul de Lucru pentru Microelectronica din
cadrul Comisiei STMS a Academiei Romane. in cadrul acestui eveniment, participantii au
avut ocazia sa asiste la prezentari pe tema Chiplets si Integrare Eterogena pentru
Companii Inovatoare, precum si sa ia parte la diverse workshop-uri sau intalniri ad-hoc
intre participantii directi si indirecti ai IPCEIl sau ai altor proiecte colaborative. in aceste zile,
participantii au putut asista la prezentarile sustinute de Victoria CUMMINGS - reprezentant
ECSA, EU Chips-Skill Academy, Dr. Peter TRANITZ - IPC EU Silicon to Systems, Simion
CRETU - Director General al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala ADR Centru, loan
LEVITCHI - Director al Departamentului de Politici Regionale, ADR Centru, Dr. Andrei
AVRAM - Director Tehnic IMT, precum si Carolyn TUBILLO — Cadence, solutii EDA.



